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はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項

1 ⼀般事項

1.1 適⽤範囲 本規格は、はんだ付される電気・電⼦組⽴品の製造における、材料、⼯法、受け⼊れ許

容基準について記述する。本規格の⽬的は、製品製造において⼀貫した品質レベルを確保するため、⼯程

管理の⽅法を提供することを意図している。電気的接続を⾏うために使⽤される部品搭載⼿順、あるいはフラッ

クス塗布とはんだ付の⼿順を排除することは、本規格の意図するところではない。

1.2 ⽬的 本規格は、はんだ付される電気・電⼦組⽴品の製造における、材料要件、⼯程要件、許容可能要
件について規定する。本規格の推奨事項と要求事項を完全に理解するには、本書に加え、IPC-HDBK-001、

IPC-AJ-820およびIPC-A-610を共に使⽤することを推奨する。訂正を適⽤する場合を含め、本規格は更新される
可能性がある。訂正または改訂版の適⽤は、⾃動的に要求されるものではない。

1.3 クラスの分類 本規格は、電気および電⼦組⽴品が完成した最終製品⽤途によるクラス分類に従うことを認

めている。製造可能性、複雑性、機能的な要求性能、および検証(検査/試験)頻度における違いを考慮し、⼀般

的な最終製品を以下の3つのクラスに分類する。同製品であっても、異なるクラスが適⽤される場合がある。

ユーザー(1.8.13項参照)は、製品のクラスを明らかにする責任を有する。製品クラスは、購⼊仕様書内に明⺬さ
れていることが望ましい。

クラス1 ⼀般的なエレクトロニクス製品
製品の主な要求事項が、完成した電⼦組⽴品の機能と同じであるという⽤途に相応する製品。

クラス2 特定⽤途エレクトロニクス製品
継続的な性能と⻑寿命が要求され、かつサービスが中断しないことを要求されるが、それが重要な要素ではな

い製品を含む。⼀般的に、最終使⽤環境が故障の原因とはならない。

クラス3 ⾼性能エレクトロニクス製品
継続的な⾼性能、または要求に応じて機能することが重要であり、機能の停⽌は認められず、最終使⽤環境は

極めて厳しく、また⽣命維持やその他の重要システムのように必要時に応じ、機能しなければならない製品。

1.4 計測単位および適⽤ 本規格では、ASTM SI10、IEEE/ASTM SI 10、American �ational Standard for Metric Practice
(Section 3)に従い、国際単位系(SI)で表⺬される。本規格で使⽤されるSI単位は、⼨法および⼨法公差を表すミリ
メートル(mm) [in]、温度および温度許容度を表す摂⽒(℃) [°F]、重量を表すグラム(g) [oz]、および照度を表す
ルーメン(lm) [フートキャンドル]である。

注. 本規格では、その他のSI派⽣単位(ASTM SI10, セクション3.2)を活⽤し、ゼロを省略(例えば、0.0012 mm
は1.2 µmと表記)、または冪乗の代替として使⽤する。(3.6× 103 mmは3.6 mと表記)

1.4.1 ⼨法の検証 特定部品の搭載と、はんだフィレット⼨法の実測、およびパーセントの判定は、最終判定⽬

的以外では要求されない。本規格仕様への準拠を決定するにあたり、ASTM Practice E29の四捨五⼊⽅法に従い、
表現に使⽤される最後の右桁の計測値または計算値をすべて「最も近い単位」に四捨五⼊する。例えば、最⼤

2.5 mm、最⼤2.50 mmまたは最⼤2.500 mmの仕様は、0.1 mm、0.01 mmまたは0.001 mmのように、計測値をそれ
ぞれに最も近い値に計算した後、引⽤値と⽐較する。

1.5 要求事項の定義 材料・準備作業・⼯程管理・はんだ接合部の許容条件に対する要求事項がある箇所で

は、“∼すること”または“∼しないこと(shall not)”の表現が、本規格(ドキュメント)の⽂章において使⽤さ
れている。
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